
主旨：

說明：

國家科學及技術委員會 

受文者： 國立雲林科技大學

發文日期： 中華民國115年10月28日              
發文字號： 科會自字第1150075406號
速別： 普通件
密等及解密條件或保密期限： 　
附件： 如文

​本會與台灣積體電路製造股份有限公司合作公開徵求116
年度「臺灣地質碳封存潛力場域調查研究」構想書，自

即日起受理申請，請於115年11月17日前備函至本會提

出，以郵戳為憑，逾期不予受理，請查照轉知。

一、

二、

三、

四、

​　

本計畫徵求說明請詳閱附件，或至本會網站(動態資訊/計
畫徵求專區)、自然科學及永續研究發展處公告網頁下

載。

本次徵案採兩階段辦理，第一階段請提案機構於本徵案

說明所載公告日期次日起20日內(即115年11月17日前，以

郵戳為憑)，備函檢附構想書至本會辦理。構想書需含全

部內容電子檔，得以有效之下載鏈結、儲存於實體裝置

(如光碟、USB隨身碟)等方式提供，實體裝置於審查作業

結束後不予歸還。

構想書經書面審查獲推薦通過者，本會將另案通知完整

計畫書之繳交期限。如發現不同提案之研究內容具高度

關聯性或資源共享效益，本會得要求相關提案機構合併

組成計畫團隊，並提出整合後之完整計畫書。

本計畫係屬本會與企業合作專案，凡審查未獲通過者，

裝

訂

線

          

 
檔　　號：

保存年限：
電子公文

          
函

地址 ： 臺北市和平東路二段106號
聯絡人 ： 江紹平
電話 ： 02-2737-8050(葉麟)
傳真 ： (02)2737-7619
電子信箱 ： linyeh@nstc.gov.tw

1150028800

總收文　115/10/28
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本會恕不提供申覆機制。

正本：經濟部、環境部、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技

術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、

駐外單位（共18單位）、專題研究計畫受補助單位 （共274單位）
副本：台灣積體電路製造股份有限公司、本會綜合規劃處、科教國合處、前瞻應用

處、產學園區處、國會聯絡組、新聞組、自然處(均含附件) 115/10/28
12:23:25                   

第2頁，共2頁


